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(54) Title: OPTOELECTRONIC COMPONENT 

(54) Bezcichnung: OPTOELEKTRONISCHES BA\J ELEMENT 

(57) Abstract 

The invention relates to an optoelectronic com- 
ponent in which an optoelectronic chip (I) is mounted 
on a chip carrier (2) of a leadframe (7). Said leadframe 
(7) contains a terminal (8) which is set apart from the 
chip carrier (2). The terminal is electrically joined to 
an electrical contact of the optoelectronic chip (7). The 
chip carrier (2) contains a number of external connec- 
tions (4, 5, 6) for improving the transfer of heat away 
from the chip (I). Said connections project out of dif- 
ferent positions of a covering (3) which arc set apart 
from one another. 

(57) Zusammenfassung 

Optoelektronisches Bauelcment, bei dem ein op- 
toelektronischcr Chip (1) auf einem Chiptragerteil (2) 
eines Leadframe (7) befestigt ist, bei dem der Leiterrah- 
mcn (7) einen in einem Abstand zum Chiptragerteil (2) 
angeordneten Anschlussteil (8) aufweist, der mit einem 
elektrischen Kontakt des optoelektronischen Chips (7) 
elcktrisch leitend verbunden ist. Der Chiptragerteil (2) 
weist zur verbesserten Ableitung der Warme vom Chip 
(1) eine Mehrzahl von extemen Anschlussen (4, 5, 6) 
auf, die an verschiedenen, einen Abstand voneinander 
aufweisenden Stellen einer Umhullung (3) aus dieser 
herausragen. 
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Beschreibung 

Optoelektronisches Bauelement 

5 Die Erfindung bezieht sich auf ein optoelektronisches Bauele- 
ment, bei dem ein optoelektronischer Chip mittels eines gut 
warmeleitenden Verbindungsmittels auf einem Chiptragerteil 
eines Leiterrahmens (Leadframel befestigt ist, der Leiterrah- 
raer. einen in einem Abstand zum Chiptragerteil angeordneten, 
10 mit einem elektrischen Kontakt des Chips elektrisch leitend 
verbundenen Anschlussteil aufweist, und bei dem der Chip und 
zumindest jeweils ein Teilbereich des Chiptragerteiles und 
des Anschlussteiles von einer UmhUllung umgeben sind, derart, 

15 vorgesehene externe Anschlusse des Chiptragerteiles und des 
Anschiussteiles aus der UmhUllung herausragen Oder vollstan- 
dig aufierhalb der UmhUllung liegen. Sie bezieht sich im Spe- 
ziellen auf ein optoelektronisches Bauelement mit einem opto- 
elektronischen Halbleiterchip, insbesondere mit einem bei ho- 

20 her Leistung betriebenen Leuchtdioden (LED) -Chip. 

Ein solches Bauelement ist beispielsweise aus der europai- 
schen Patentanmeldung EP 400 176 bekannt. Hierin ist eine so- 
genannte TOPLED beschrieben, bei der ein Hchtemittierender 
25 Halbleiterchip (LED-Chip) auf einem ebenen Chiptragerteil ei- 
nes Leiterrahmens befestigt ist. Der Leiterrahmen setzt sich_ 
zusammen aus dem Chiptragerteil und einem in einem Abstand zu 

30 tragerteil mit dem Halbleiterchip, der Anschlussteil und 

Teilbereiche der externen AnschlUsse sind von einer UmhUllung 
umgeben, die aus einem strahlungsundurchlassigen Grundkorper 
mit einer Ausnehmung und einem diese Ausnehmung ausfUllenden 
strahlungsdurchlassigen Fensterteil besteht. Der Chiptrager- 

35 teil und der Anschlussteil sind derart von dem GrundkOrper 
umgeben bzw. in diesen eingebettet, dass Teilbereiche der 
Oberseiten des Chiptragerteils und des Anschlussteils mit der 


WO 99/07023 


PCT/DE98/02125 


2 

verbleibenden Bodenflache der Ausnehmung bundig abschliefien . 
Der Halbieiterchip ist bis auf seine Unterseite, mit der er 
auf dem Chiptragerteil au/liegt, vollstandig von dem strah- 
lungsdurchiassigen Fensterteil umgeben . Die Ausnehmung und 
deren Innenf lachen sind derart geformt und angeordnet, dass 
sie fur die vom Halbieiterchip ausgesandte Strahlung einen 1m 
Wesentlichen kegelstumpf f brmigen Reflektor bildet. 

In der DE 19536454A1 ist ein optoelektroniscb.es Baueiement 
beschrieben, bei dem zur Verbesserung der Warmeableitung vom 
Halbieiterchip zwei externe Anschlusse des Chiptragerteiles 
des Leiterrahmens gegenuber den externen Anschlussen des An- 
schluBteiles verbreitert sind. 

Bei den oben beschriebenen bekannten optoelektronischen Bau- 
elementen kommt es bei Betrieb des Halbleiterchips bei hohen 
Stromen und damit bei hoher Leistung, wie es beispielsweise 
bei sogenannten Power-LEDs der Fall ist, aufgrund von unzu- 
reichender Warmeableitung vom Halbieiterchip, zu dessen star- 
ker Erhitzung. Diese Erhitzung fiihrt haufig zur Beeinrachti- 
gung der Funktionsfahigkeit des Halbleiterchips, wie z. B. 
beschleunigte Alterung, Abbrechen des Halbleiterchips vom 
Leiterrahmen, Abbrechen der Bonddrahte oder Zerstdrung des 
Chips. Die bekannten verbreiterten externen Anschusse des 
Chiptragerteiles begunstigen eine Delamination des Kunststof- 
fes vom Leiterrahmen, die z. B. ein Eindringen von Feuchtig- 
keit zum Halbieiterchip hervorrufen kann. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, das optoelek- 
tronische Baueiement der eingangs genannten Art so weiterzu- 
bilden, dass eine verbesserte Warmeableitung vom Chip gewahr- 
leistet ist, ohne gleichzeitig die Gehauseabmessungen wesent- 
lich zu verandern und ohne gleichzeitig die Delaminationsge- 
fahr wesentlich zu erhdhen. 

Diese Aufgabe wird durch ein Baueiement mit den Merkmalen des 
Anspruches 1 oder des Anspruches 9 geldst. Sind mehr als ein 


WO 99/07023 


ITT/DE98/02125 


3 

cptoelektronischer Chip vorgesehen, so wird die Aufgabe durch 
em Bauelement rait den Merkmalen des Anspruches 4 geldst. 

Vorteiihafte Weiterbildungen der erf indungsgemaften Bauelemen- 
te sind Gegenstand der Unteranspruche 2, 3, 5 bis 8 und 10 
bis 14. 

Bei dem Bauelement gemafi Anspruch 1 ist vorgesehen, dass der 
Chiptragerteil mindestens drei separate, mit dem Chiptrager- 
teii thermisch leitend verbundene externe Anschliisse auf- 
weist, die an verschiedenen, einen Abstand voneinander auf- 
weisenden Stellen der Umhullung aus dieser herausragen und 
die derart geformt sind, daft sie im auf einer fur die Montage 
des Bauelements vorgesehenen Leiterplatte montierten Zustand 
des Bauelements alle gleichzeitig auf der Anschluil- oder Lei- 
terplatte aufliegen. Die im Betrieb des Bauelements im Chip 
entstehende Warme wird folglich an drei verschiedenen Punkten 
in die Leiterplatte eingespeist und gro&flachig auf dieser 
verteilt. Dadurch wird eine deutlich verbesserte Warmeablei- 
tung vom optoelektronischen Chip erzielt. 

Bei einer besonders bevorzugten Aus fiihrungs form des erfin- 
dungsgemaBen Bauelements verlaufen die externen AnschlUsse 
des Chiptragerteiles in Draufsicht auf den Leiterrahmen gese- 
hen, ausgehend von dem Chiptragerteil getrennt voneinander im 
Wesentlichen sternfdrmig nach aufien. Die Warmeableitungspunk- 
te vom Bauelement zur Leiterplatte hin weisen dadurch ver- 
haltnismaBig grolbe Abstande voneinander auf, wodurch eine 
sehr grolif lachige Verteilung der im Betrieb des Bauelements 
uber den Chiptragerteil und dessen externe AnschlUsse vom 
Chip abgeleiteten thermischen Energie auf die Leiterplatte 
erreicht wird. 

Vorteilhaf terweis weisen die externen Anschliisse in dem Be- 
reich, in dem sie sternfdrmig nach aulien verlaufen, Langsmit- 
telachsen auf, von denen zwei zueinander benachbarte jeweils 
einen Winkel von etwa 90° einschlielien . Bei dieser Anordnung 
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ist der Kunststof fbereich zwischen den Anschlussen maximal, 
wodurch die Delaminationsgef ahr z. B. bei Temperaturschwan- 
kungen verringert ist. 

Ist ein Bauelement mit mindestens einem ersten und einem 
zweiten optoelektronischen Chip vorgesehen, so weist erfin- 
dungsgemali der Chiptragerteil mindestens zwei externe An- 
schlusse auf, die an verschiedenen einen Abstand voneinander 
aufweisenden Stellen der Umhiillung aus dieser herausragen. 
Der Leiterrahmen weist hier mindestens zwei Anschlussteile 
mit jeweils einem externen Anschluss auf, die ebenfalls seit- 
lich aus der Umhiillung herausragen. Bevorzugt sind auch hier 
die externen Anschlusse des Chiptragerteiles und der An- 
schlussteile in Draufsicht auf den Leiterrahmen gesehen im 
Wesentlichen sternfdrmig angeordnet, wodurch ein maximaler 
Abstand der externen Anschlusse des Chiptragerteiles vonein- 
ander gewahrleistet ist. Die im Betrieb des Bauelements uber 
den Chiptragerteil und dessen externen Anschlusse vom Chip 
abgeleitete thermische Energie wird dadurch an verhaltnisma- 
fiig weit voneinander entfernten Punkten in die Leiterplatte 
eingespeist, so dass auch hier eine sehr gute Warmeverteilung 
auf der Leiterplatte erzielt wird. 

Besonders bevorzugt sind bei dem letztgenannten Bauelement 
die externen Anschlusse des Chiptragerteiles in Draufsicht 
auf den Leiterrahmen gesehen bezUglich des Chiptragerteiles 
diagonal versetzt zueinander angeordnet. Sie ragen auf einan- 
der gegenuberliegenden Seitenf lachen einer vorzugsweise im 
Wesentlichen quaderf ormigen Umhiillung aus dieser heraus . Die 
Anschlussteile sind hierbei auf verschiedenen Seiten des 
Chiptragerteiles angeordnet und deren externe Anschlusse ra- 
gen ebenfalls auf einander gegenuberliegenden Seitenf lachen 
der UmhUllung aus dieser heraus. In Draufsicht auf den Lei- 
terrahmen sind sie bezUglich des Chiptragerteiles zu den ex- 
ternen AnschlUssen des Chiptragerteiles zueinander entgegen- 
gesetzt diagonal versetzt angeordnet. 
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Um die Warmeableitung von den Chips, falls notwendig, weiter 
zu verbessern, kann der Chiptragerteil auch mehr als zwei ex- 
terne Anschlusse aufweisen, die wiederum an verschiedenen ei- 
nen Abstand von einander aufweisenden Stellen der UmhUllung 
5 aus dieser herausragen. Die Anzahl dieser externen Anschlusse 
kann nach Bedarf je nach zulassiger Baugrofte des Bauelements 
weiter erhoht werden. 

Bei einem erf indungsgemaflen Bauelement, das so auf einer Lei- 
10 terplatte befestigt werden kann, dass bei dessen Betrieb die 
die voir Chip ausgesandte Strahlung im Wesentlichen parallel 
zur Leiterplatte abgestrahlt wird (seitlich emittierendes 
Bauelement) , weist der Chiptragerteil mindestens zwei externe 
Anschlusse und der Anschlussteil mindestens einen externen 
15 Anschluss auf, die getrennt voneinander an ein- und derselben 
Seitenflache der Umhullung aus dieser herausragen. Der exter- 
ne Anschluss des Anschlussteiles ist hierbei bevorzugt zwi- 
schen den beiden externen, AnschlUssen des Chiptragerteiles 
angeordnet . 

20 

Bei einer besonders bevorzugten Weiterbildung des letztge- 
nannten Bauelements ist der externe Anschluss des An- 
schlussteiles schmaler als die beiden externen Anschlusse des 
Chiptragerteiles. Selbstverstandlich kdnnen optional auch bei 
25 den anderen oben genannten erf indungsgemaJien Bauelementen die 
externen Anschlusse des Chiptragerteiles breiter sein als die. 
externen Anschlusse der Anschlussteile. 

Bei einer Weiterbildung des oben genannten seitlich emittie- 
30 renden Bauelements ist der Chiptragerteil zusatzlich mit min- 
destens einer Kuhlfahne warmeleitend verbunden, die auf einer 
anderen Seitenflache der UmhUllung als die Anschlussteile aus 
dieser herausragt. Diese Kuhlfahne alleine oder eine an diese 
Kuhlfahne thermisch angeschlossene weitere KUhleinrichtung 
35 gewahrleistet eine weiter verbesserte Warmeableitung vom 
Chip. 
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Weitere Vorteile ur.d bevorzugte Ausfuhrungsformen ergeben 
sich aus den in folgenden in Verbindung ait den Figuren 1 bis 
3b naher erlauterten Ausf.iihrungsbeispielen. Es zeigen: 

Figur la eine schematische Darstellung einer Draufsicht eines 
Ausfiihrungsbeispieles eines erfindungsgemaBen Bauelements mit 
einem einzigen optoelektronischen Chip, 

Figur lb eine schematische Darstellung eines Schnittes durch 
das Ausfuhrungsbeispiel von Figur 1 entlang der Linie A-A, 
Figur 2 eine schematische Darstellung einer Draufsicht eines 
Ausfiihrungsbeispieles eines erf indungsgemaflen Bauelements mit 
mindestens zwei optoelektronischen Chips, 
Figur 3a eine schematische Darstellung einer Seitenansicht 
eines Ausfiihrungsbeispieles eines erfindungsgemaEen seitlich 
emittierenden Bauelements und 

Figur 3b eine schematische Darstellung eines Schnittes durch 
das Ausfuhrungsbeispiel von Figur 3 entlang der in Figur 3 
eingezeichneten Linie A-A. 

In den Figuren sind gleiche und gleichwirkende Bestandteile 
der verschiedenen Ausfiihrungsbeispiele immer mit denselben 
Bezugszeichen versehen. 

Bei dem Bauelement gemafl Figur 1 handelt es sich urn ein 
Leuchtdioden-Bauelement, bei dem auf einem Chiptragerteil 2 
eines Leiterrahmens (Leadframe) 7 ein lichtemittierender 
Halbleiterchip 1 (LED-Chip) mittels eines gut warmeleitenden 
Verbindungsmittels, z. B. mittels eines metallischen Lotes 
befestigt ist. Drei separate externe Anschliisse 4, 5, 6 er- 
strecken sich ausgehend vom Chiptragerteil 2 in drei ver- 
schiedene Richtungen nach aufien. In einem Abstand zum Chip- 
tragerteil 2 mit den externen Anschliissen 4, 5, 6 ist ein An- 
schlussteil 8 mit einem externen Anschluss 9 angeordnet, der 
mittels eines Bonddrahtes 16 mit einem elektrischen Kontakt 
des LED-Chips 1, z. B. mit der Anodenkontaktierung verbunden 
ist. Eine zweite Kontaktmetallisierung (Kathodenkontaktie- 
rung) des LED-Chips 1 befindet sich beispielsweise an dessen 


WO 99/07023 


l>CT7DE98/02125 


dem Chiptragerteil 2 zugewandten Unterseite und ist mit dem 
Chiptragerteil 2 mittels dem in diesem Fall auch elektrisch 
leitenden Verbindungsmittel elektrisch leitend verbunden. Der 
Chiptragerteil 2 mit den externen Anschllissen 4, 5, 6 dient 
5 folglich in diesem Fall sowohl als Kathodenanschluss als auch 
als thermischer AnschluJJ zur Warmeableitung vom LED-Chip. 

Ist die Kathodenkontaktierung nicht, wie im oben genannten 
Fall, an der Unterseite des Chips 1 angeordnet, sondern z. B. 
10 an dessen Oberseite, kann diese mittels eines Bonddrahtes mit 
dem Chiptragerteil 2 elektrisch leitend verbunden sein. 

Der Chiptragerteil 2, der Anschlussteil 8 und Teilbereiche 
von deren externen Anschliisse 4, 5, 6, 9 sind von einem im 

15 Wesentlichen quaderf drmigen Grundkorper 10 einer Umhiillung 3 
umschlossen, der eine Ausnehmung 11 aufweist. Die Ausnehmung 
11 hat im Wesentlichen die Form eines Kegelstumpf es und 
reicht von einer zum Leiterrahmen 7 parallel liegenden 
Hauptflache 17 des Grundkorpers 10 bis zum Leiterrahmen 7, 

20 wobei sich der Querschnitt der Ausnehmung 11 vom Leiterrahmen 
7 zur Hauptflache 17 des Grundkdrpers 10 hin vergroliert. Der 
LED-Chip 1 befindet sich in der Ausnehmung 11, die mit einem 
strahlungsdurchlassigen Fensterteil 22, bevorzugt mit einem 
transparenten Kunststof f verguss versehen ist. Dieser Fenster- 

25 teil 22 bildet zusammen mit dem Grundkorper 10 eine Umhullung 
3 des Bauelements. Die externen Anschlilsse 4, 5, 6, 9 ragen 
auf einander gegenuberliegenden Seitenf lachen 18,19 des 
Grundkorpers 10 aus diesem heraus. Sie verlaufen innerhalb 
des Grundkorpers 10 ausgehend von dem Chiptragerteil 2 zu- 

30 nachst im Wesentlichen sternformig auseinander und knicken im 
weiteren Verlauf ab, derart, dass sie die Seitenf lachen 18,19 
senkrecht durchdringen . 

Der Chiptragerteil 2 liegt bevorzugt vollstandig innerhalb 
35 der Bodenflache der Ausnehmung 11. 
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Die externen Anschlusse 4,5,6,9 weisen in dem Bereich, in dem 
sie sternfdrmig nach auBen verlaufen, Langsmi ttelachsen 
23,24,25 auf, von denen ;jeweils zwei zueinander benachbarte 
einen Winkel von etwa 90° einschlieflen . 

5 

Die externen Anschlusse 4, 5, 6, 9 sind aufierhalb des Grund- 
kdrpers 10 zunachst zu der der ersten Hauptflache 17 gegen- 
uberliegenden zweiten Hauptflache 20 des Grundkdrpers 10 hin 
und lm weiteren Verlauf unterhalb des Grundkdrpers 10 zu des- 

10 sen Mitte hin gebogen. Sie kdnnen aber auch, wie in Figur lb 
gestrichelt angedeutet, zu schwingenf ormigen Anschluss- 
Stummeln gebogen sein. Auch dies stellt eine an sich in der 
Oberf lachenmontage-Technik ubliche Form der externen elektri- 
schen Anschlusse dar. Diese Arten von externen AnschlUssen 

15 fur oberf lachenmontierbare-Bauelemente (SMD) sind an sich be- 
kannt und werden von daher an dieser Stelle nicht naher er- 
lautert . 

Die externen Anschlusse sind folglich derart geformt, daii sie 
20 im auf einer fur die Montage des Bauelements vorgesehenen 

Leiterplatte montierten Zustand des Bauelements alle gleich- 
zeitig auf der AnschluS- oder Leiterplatte aufliegen. 

Die Innenflachen der Ausnehmung 11 bilden einen Reflektor fur 
25 die vom LED-Chip 1 im Betrieb des Bauelements ausgesandte 

Strahlung. Sie sind optional mit einem ref lexionssteigernden - 
Material beschichtet. Alternativ kann der Grundkdrper aus ei- 
nem ref lexionssteigernden Material bestehen. 

30 Bei dem Ausf uhrungsbeispiel von Figur 2 sind im Unterschied 
zum Ausf Uhrungsbeispiel der Figuren la und lb auf einem Chip- 
tragerteil 2 eines Leiterrahmens 7 zwei verschiedenf arbig 
leuchtende LED-Chips 1, 13 mittels eines thermisch und elek- 
trisch leitenden Verbindungsmittels befestigt. Auf gegenuber- 

35 liegenden Seiten des Chiptragerteiles 2 sind in einem Abstand 
zu diesem ein erster 8 und ein zweiter Anschlussteil 12 ange- 
ordnet, von denen jeder einen externen Anschluss 9,14 auf- 
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weist. Diese externen Anschliisse 9,14 verlaufen parallel ver- 
setzt zueinander, erstrecken sich, qesehen vom Chiptragerteil 
2, in zueinander entgegengesetzten Richtungen und ragen auf 
einander gegeniiberliegenden Seitenf lachen 18,19 des Grundkdr- 
5 pers 10 aus diesem heraus. Sie sind mittels Bonddrahten 16 
mit den Anodenkontaktierungen der LED-Chips 1,13 elektrisch 
leitend verbunden. 

Das Chiptragerteil 2 weist zwei externe Anschliisse 4,5 auf, 
10 die sich ausgehend vom Chiptragerteil 2 im Wesentlichen eben- 
falls parallel versetzt zueinander in zueinander entgegenge- 
setzten Richtungen parallel zu den externen Anschlussen 9,14 
der Anschlussteile 8,12 erstrecken und auf einander gegen- 
iiberliegenden Seitenf lachen 18,19 des Grundkorpers 10 aus 
15 diesem herausragen. 

Wie beim Ausfiihrungsbeispiel der Figuren la und lb, weist der 
strahlungsundurchlassige Grundkorper 10 eine kegelstumpf for- 
migen Ausnehmung 11 auf, die mit einem transparenten Fenster- 
20 teil 22 versehen ist. Die LED-Chips 1,13 befinden sich in 
dieser der Ausnehmung 11. 

Die externen Anschliisse 4,5,9,14 ragen auf einander gegen- 
iiberliegenden Seitenf lachen 18,19 des Grundkorpers 10 aus 
25 diesem heraus. Sie sind aufierhalb des Grundkorpers 10 analog 
zum Ausfiihrungsbeispiel gemafi Figuren la und lb geformt. 

Bei den oben beschriebenen Ausfilhrungsbeispielen sind jeweils 
die Umhullung 3 und die externen Anschliisse 4,5,6,9,14 derart 
30 ausgebildet, dass im Betrieb des Bauelements die vom bzw. von 
den LED-Chip/s ausgesandte Strahlung im Wesentlichen senk- 
recht zur Montageoberf lache einer fur die Montage des Bauele- 
ments vorgesehenen Leiterplatte abgestrahlt wird. 

35 Bei dem Ausfiihrungsbeispiel der Figur 3a und 3b handelt es 
sich um ein sogenanntes seitlich emittierendes LED- 
Bauelement. Diese Art von Bauelement ist im allgemeinen Teil 
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der Beschreibung bereits erlautert. Die Umhiillung 3 und die 
externen Anschlusse 4,5 und 9 des ChiptragerteiJ.es 2 bzw. des 
Anschlussteiles 8 sind be_i diesem Bauelement derart ausgebil- 
det, dass es mit einer Seitenflache 20 des Grundkorpers 10 
zur Montagef lache einer Leiterpiatte hin auf dieser befestigt 
werden kann. 

Hierzu weist ein Leiterrahmen 7 einen Chiptragerteil 2 auf, 
der mindestens zwei externe Anschliisse 4,5 besitzt. Diese ex- 
ternen AnschlUsse 4,5 erstrecken sich zunachst ausgehend vom 
Chiptragerteil 2, auf dem ein LED-Chip 1 mittels eines ther- 
misch und elektrisch leitenden Verbindungsmittels befestigt 
ist, in im Wesentlichen entgegengesetzten Richtungen nach au- 
flen. Im weiteren Verlauf knicken sie in dieselbe Richtung ab, 
so dass sie anschlieBend parallel zueinander in die gleiche 
Richtung verlauf en. Zwischen den beiden externen Anschlussen 
4,5 des Chiptragerteiles 2 ist ein Anschlussteil 8 mit einem 
externen Anschluss 9 angeordnet, der parallel zu den beiden 
externen Anschlussen 4,5 des Chiptragerteiles in dieselbe 
Richtung wie diese verlauf t. 

Der Chiptragerteil 2, dessen externe Anschlusse 4,5, der An- 
schlussteil 8 und dessen externer Anschluss 9 sind analog zu 
den beiden oben beschriebenen Ausfuhrungsbeispielen mit einem 
strahlungsundurchlassigen Grundkbrper 10 umschlossen, der ei- 
ne kegelstumpf f brmige Ausnehmung 11 aufweist, in dem der LED- 
Chip 1 angeordnet ist. Die Ausnehmung 11 ist auch hier mit 
einem strahlungsdurchlassigen Fensterteil 22 versehen, der 
bevorzugt aus einem strahlungsdurchlassigen Kunststoff be- 
steht. Die externen Anschlusse 4,5,9 ragen auf ein- und der- 
selben Seitenflache 18 des Grundkorpers 10 aus diesem heraus, 
sind aulierhalb des Grundkorpers 10 nach unten in Richtung 
Ruckseite des Grundkorpers 10 gebogen und sind im weiteren 
Verlauf entlang der RUckseite 21 des Grundkorpers 10 zu des- 
sen Mitte hin gebogen. Die von der Seitenflache 18 des Grund- 
kbrper 10 abgewandten AuBenflachen der externen Anschlusse 
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4,5,9 bilden eine Auf lagef lache des Bauelements zu dessen 
Montage auf emer Leiterplatte . 

Zur zusatzlichen Kuhlung des LED-Chips 1 kann der Chiptrager- 
5 teil 2 mit einer Kuhlfahne 15 aufweisen (in den Figuren 3a 
und 3b gestrichelt eingezeichnet) . Diese ragt auf einer der 
Seitenflache 18, aus dem die externen Anschlusse 4,5,9 her- 
ausragen, gegenuberliegenden Seitenflache 19 des Grundkorpers 
10 aus diesem heraus und ist auflerhalb des Grundkorpers 10 zu 
10 dessen Ruckseite 21 hin gebogen, derart, dass sie auf der 

Seitenflache 19 aufliegt. An diese Kuhlfahne 15 kdnnen optio- 
nal weitere Kuhleinrichtungen thermisch angeschlossen werden. 

Bei alien oben beschriebenen Ausf uhrungsbeispielen sind be- 
15 vorzugt die externen Anschlusse des Chiptragerteiles 2 brei- 
ter als die externen Anschlusse des bzw. der Anschlussteile 
8,12. Damit kann bei im Wesentlichen unveranderter Gehauseab- 
messung ein weiter verbesserter Warmeabtransport vom LED-Chip 
1 erzielt werden. Die externen Anschlusse 4,5,6,9,12 kbnnen 
20 aber auch alle dieselbe Breite haben. 

Um eine weitere Verbesserung des Warmeabtransports vom LED- 
Chip zu erreichen, sind auf einer fur die Montage des Bauele- 
ments vorgesehenen Leiterplatte besonders grofle Lot-Pads vor- 

25 gesehen. Diese sind ebenfalls sternfdrmig angeordnet und kdn- 
nen so die vom LED-Chip abgefuhrte Warme groflflachig auf der 
Leiterplatte verteilen. Die Leadframes der erf indungsgemafien 
Bauelemente fiihren die Warme sternfdrmig vom LED-Chip zur Ge- 
hauseauBenseite . Dadurch wird die Warme an weit voneinander 

30 entfernt liegenden Punkten in die Platine eingespeist. Auf 
der Platine befinden sich bevorzugt um jeden Lot-Pad groiie, 
beispielsweise aus Kupfer bestehende Metallisierungen, die 
die Warme auf der Leiterplatte verteilen. Der Warmewiderstand 
der erf indungsgemalien Gehause ist gegenilber dem Warmewider- 

35 stand herkdmmlicher LED-Gehause deutlich reduziert. 
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Bei den oben beschriebenen Gehausen fur LED-Chips handelt es 
sich um in der Halbleitertechnik bekannte Gehause fur opto- 
elektronische Bauelemente-. Die besonderen Formen, die dazu 
verwendeten Materialien und Herstellverf ahren werden von da- 
5 her an dieser Stelle nicht mehr naher erlautert. 

Die Beschreibung der Erfindung anhand der Aus f tihrungsbeispie- 
le ist selbstverstandiich nicht als Einschrankung der Erfin- 
dung auf diese Beispiele zu verstehen. 


BNSDOCID <WO_ 9907023A1J > 


WO 99/07023 


PCT/DE98/02I25 


13 

Patentanspruche 

1 . Optoelektronisches Bauelement, 

bei dem ein optoelektronischer Chip (1) mittels eines gut 
5 warmeleitenden Verbindungsmittels auf einem Chiptragerteil 
(2) eines Leiterrahmens (Leadframe) (7) befestigt ist, 
bei dem der Leiterrahmen (7) einen in einem Abstand zum Chip- 
tragerteil (2) angeordneten Anschlussteil (8) aufweist, der 
mit einem elektrischen Kontakt des optoelektronischen Chips 

10 (7) elektrisch leitend verbunden ist, und 

bei dem der optoelektronische Chip (1) und ein Teil des Lei- 
terrahmens (7) von einer Umhullung (3) umgeben sind, derart, 
dass im Leiterrahmen (7) vorgesehene externe Anschlusse 
(4,5,6,9) des Chiptragerteiles (2) und des Anschlussteiles 

15 (8) aus der Umhullung (3) herausragen, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Chiptragerteil (2) mindestens drei voneinander ge- 
trennte, mit dem Chiptragerteil (2) thermisch leitend verbun- 
dene externe AnschlUsse (4,5,6) aufweist, die an verschiede- 

20 nen, einen Abstand voneinander aufweisenden Stellen der Um- 
hullung (3) aus dieser herausragen und die derart geformt 
sind, dafl sie im auf einer fiir die Montage des Bauelements 
vorgesehenen Leiterplatte montierten Zustand des Bauelements 
alle gleichzeitig auf der Anschlufl- oder Leiterplatte auflie- 

25 gen. 

2. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die externen Anschliisse (4,5,6,9) des Chiptragerteiles 
30 (2) in Draufsicht auf den Leiterrahmen (7) gesehen, ausgehend 
von dem Chiptragerteil (2) innerhalb der Umhullung (3) ge- 
trennt voneinander im Wesentlichen sternformig nach auften 
verlaufen. 


35 3. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, 
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dass die externen Anschiusse (4,5,6,9) in dem Bereich, in dem 
sie sternf ormig nach aufien veriaufen, Langsmittelachsen 
(23, 24, 25) aufweisen, von. denen jeweils zwei zueinander be- 
nachbarte einen Winkel von etwa 90° einschliefien. 

4. Optoelektronisches Bauelement, 

bei dem mindestens ein erster und ein zweiter optoelektroni- 
scher Chip (1,13) auf einem Chiptragerteil (2) eines Leiter- 
rahmens (Leadframe) (7) befestigt sind, 

bei dem der Leiterrahmen (7) mindestens einen ersten und ei- 
nen zweiten in einem Abstand zum Chiptragerteil (2) angeord- 
neten Anschlussteil (8,12) aufweist, wobei der erste An- 
schlussteil (8) mit einem elektrischen Kontakt des ersten 
Chips (1) und der zweite Anschlussteil (12) mit einem elek- 
trischen Kontakt des zweiten Chips (13) elektrisch leitend 
verbunden ist, und 

bei dem der optoelektronische Chip (1) und jeweils zumindest 
ein Teilbereich des Chiptragerteiles (2) und der An- 
schlussteile (8,12) von einer Umhullung (3) umgeben sind, 
derart, dass externe Anschiusse (4,5,9,14) des Chiptragertei- 
les (2) und der Anschlussteile (8,12) aus der Umhullung (3) 
herausragen, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Chiptragerteil (2) mindestens zwei externe Anschius- 
se (4,5) aufweist, die an verschiedenen einen Abstand vonein- 
ander aufweisenden Stellen der Umhullung (3) aus dieser her- 
ausragen. 

5. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass sich die externen Anschiusse (4,5,9,14) des Chiptrager- 
teiles (2) und der Anschlussteile (8,12) in Draufsicht auf 
den Leiterrahmen (7) gesehen vom Chiptragerteil (2) innerhalb 
der Umhullung (3) getrennt voneinander im Wesentlichen stern- 
f ormig nach aufien erstrecken. 

6. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 4 Oder 5, 
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dadurch gekennzeichnet, 

ciass die externen Anschlusse (4,5) des Chiptragerteiles (2) 
ira Wesentlichen zueinander parallel versetzt in entgegenge- 
setzte Richtungen verlaufen und auf einander gegenuberliegen- 
den Seitenf lachen (18,19) der Umhullung (3) aus dieser her- 
ausragen, dafl die Anschlussteile (8,12) auf verschiedenen 
Seiten des Chiptragerteiles (2) angeordnet sind und dass de- 
ren externe Anschlusse (9,14) parallel zu den externen An- 
schlussen (4,5) des Chiptragerteiles (2) verlaufen und eben- 
falls auf einander gegeniiberliegenden Seitenf lachen (18,19) 
der Umhullung (3) aus dieser herausragen, so dass die exter- 
nen Anschlusse (4,5) des Chiptragerteiles (2) und die exter- 
nen Anschlusse (9,14) der Anschlussteile (8,12) jeweils dia- 
gonal versetzt zueinander angeordnet sind. 

7. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Umhullung (3) und die externen Anschlusse 
(4,5,6,9,14) far eine Montage auf einer Leiterplatte ausge- 
bildet sind, derart dass bei Betrieb des Chips (1) eine von 
diesem ausgesandte und/oder empfangene Strahlung im Wesentli- 
chen von einer Hauptflache der Leiterplatte abgestrahlt bzw. 
empfangen wird. 

8. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Umhullung (3) und die externen Anschlusse 
(4,5,6,9,14) oberf lachenmontierbar ausgebildet sind. 

9. Optoelektronisches Bauelement, 

bei dem ein Strahlung optoelektronischer Chip (1) auf einem 
Chiptragerteil (2) eines Leiterrahmens (Leadframe) (7) befe- 
stigt ist, 

bei dem der Leiterrahmen (7) einen in einem Abstand zum Chip- 
tragerteil (2) angeordneten Anschlussteil (8) aufweist, der 
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mit einem elektrischen Kontakt des Chips (7) eiekcrisch lei- 
tend verbunden ist, 

bei dem der Chip (1) und -jeweils zumindest ein Teilbereich 
des Chiptragerteiles (2) und des Anschlussteiles (10) von ei- 
ner Umhullung (3) umgeben sind, derart, dass externe An- 
schlusse (4,5,9) des Chiptragerteiles (2) und des An- 
schlussteiles (8) aus der Umhullung (3) herausragen, und 
bei dem die Umhullung (3) und die externen Anschlusse 
(4,5,6,9,14) derart ausgebildet sind, dass das Bauelement 
derart auf einer Leiterplatte befestigt werden kann, dass bei 
dessen Betrieb eine Strahlachse einer vom Chip (1) ausgesand- 
ten und/oder empfangenen Strahlung im Wesentlichen parallel 
zur Leiterplatte verlauft, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass mindestens zwei externe Anschlusse (4,5) des Chiptrager- 
teiles (2) und mindestens ein externer Anschluss (9) des An- 
schlussteiles (8) an verschiedenen Stellen von ein und der- 
selben Seitenflache (18) der Umhullung (3) aus dieser heraus- 
ragen und dass der externe Anschluss (9) des Anschlussteiles 
(8) zwischen den beiden externen AnschlUssen (4,5) des Chip- 
tragerteiles (2) angeordnet ist. 

10. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruch 1 
bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der bzw. die externe/n Anschluss/AnschlUsse (9,14) 
des/der Anschlussteile/s (8,12) schmaler als die externen An- 
schlusse (4,5,6) des Chiptragerteiles (2) sind. 

11. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 9 oder 9 und 
10, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Chiptragerteil (2) mit mindestens einer Kuhlfahne 
(15) warmeleitend verbunden ist, die auf einer anderen Sei- 
tenflache (19) der Umhullung (3) als die AnschluBteile 
(4,5,9) aus dieser herausragt. 
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12. Optoelektronisches Bauelement nach einem der AnsprUche 1 
bis 11, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Umhullung (3) vollstandig aus einem strahlungsdurch- 
5 lassigen Material besteht . 

13. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 11, 

dadurch gekennzeich.net, 

10 dass die Umhullung (3) einen strahlungsundurchlassigen Grund- 
kdrper (10) mit einer Ausnehmung (11) und einen in der Aus- 
nehmung (11) angeordneten strahlungsdurchlassigen Fensterteil 
(12) aufweist und dass der Chiptragerteil (2) von dem strah- 
lungsundurchlassigen Grundkdrper (10) teilweise umhullt ist, 

15 derart, dass der Chip (1) in der Ausnehmung (11) angeordnet 
ist. 

14. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

20 dass die Ausnehmung (11) in ihrem Verlauf von innerhalb der 
Umhullung (3) nach aussen im Querschnitt aufgeweitet ausge- 
bildet ist, derart, dass deren Innenf lachen fur die vom Chip 
(1) ausgesandte und/oder empfangene Strahlung als Reflektor. 
wirken. 

25 
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